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1．まえがき 

 

アセンブリ品やモジュールでの多くの ESD 故障は、プリント配線板（ボード）レベルで発生している

という証拠が増えており、この種の故障は、帯電ボードイベント（CBE）と呼ばれている。IC 単体の ESD

耐性（HBM 耐性や CDM 耐性）が強くとも、プリント基板に実装したモジュール内の IC は、同じ IC を

個別に扱った場合の ESD 耐性レベルに比べ、より強かったり、弱かったりし、プリント基板の設計や IC

の配置等に影響されることが知られている。一方、ESD 対策は、それぞれのプリント配線板（モジュー

ル）に対応した固有の対策が必要で、共通の対策手法が無い状況である。また、プリント配線板（モジュ

ール）レベルの標準的な ESD 耐性評価方法も未確立である。 

 

また、IC 及びその他の ESD 敏感性部品を実装したアセンブリ品やモジュールが不良になると、単体の

IC が不良になる場合に比べ、コスト上の損失が大きくなるので、不良発生を抑える ESD 管理が重要であ

る。 

 

このような状況から、一般財団法人 日本電子部品信頼性センター（RCJ）は、基板モジュール品レベ

ルの ESD 対策検討委員会を設置し、文献調査を基に、調査・検討することにした。 

 
2017 年度は、6 回の委員会を通して、まず基板モジュールレベルの取り扱い、組み立て工程における

ESD 障害、ESD モデル提案等の公開文献を調査、検討した。その上で基板モジュールレベルがコンポー

ネントレベル、システムレベルの位置に対し、ESD モデルとしてどこの位置にあるものか、協議、検討

した。また、ESD 試験方法として、現在検討されているモジュールレベルの試験方法を調査し、コンポ

ーネントレベルの試験との相違や試験回路モデルなどについても検討した。本報告書は、これらの調査・

検討した結果を中間報告としてまとめたものである。 

 
 


